InfoblattBleifrei

e Mitin Krafttretender europaischenVerordnung RoHS (Reduction of Harzardous Substances)
nach der EG-Richtlinie 2002/95/EG, durfen Blei, Kadmium, Quecksilberund Chrom-VI Ver-
bindungenfur die Herstellung von elektronischen Flachbaugruppen nicht mehr verwendet
werden. FUr den Leiterplattenhersteller bedeutetdies die Umstellung bzw. Substitutionder
bleihaltigen Endoberflache auf bleifreie Alternativen sowie die Verwendung thermostabiler
Basismaterialien und Lotstoppmasken. Mit der EinfUhrung bleifreier Lote werden Prozess-
temperaturen beim Lotprozess um etwa 20-30 GradCelsius steigen.

WichtigeUnterschiede:

Parameter Altes Lot mitBlei Neues Lot ROHS
Schmelztemperatur 183°C 217°C
Kolbentemperatur  300° - 310° 310° - 340°
Lotstelle Glanzend, glatt matt
Kolbenleistung >50 Watt >80 Watt
Fliessverhalten Sehrgut schlecht

e Anforderungenchemischerund physikalischer Art an Basismaterial und Cu-Metallisierung
in Verbindung mit Temperaturbestandigkeitder Harzmatrix

e Einfluss des Glasgewebes
e Duktilitatder Cu-Abscheidungin der Bohrhulse >auch Layouteinflisse
e Kombination verschiedener Materialien

e Mit EinfUhrungder bleifreien Léttechnik wird nicht nur die Peak Temperaturangehoben,
sondern es ist auch eine Anhebung des gesamten Lotprofils festzustellen. Dieses bewirkt
eine Erhéhung des Warmeeintrags in die Baugruppe. Aufgrund dieser Tatsache muss die
Verwendung von beispielsweise Standard FR4 fur die bleifreie Lottechnik sensibler geplant,
Leiterplattendicke und Kupferanteil in Hinblick auf die Lottechnik mitbei der Designerstellung
einbezogen werden. Mit steigender Lagenzahl und zunehmendemKupferanteil einer Leiter-
platte nimmtdie Reflowbestandigkeit (Anzahl, wie oft der Reflowprozess durchgefUhrtwerden
kann) ab.

e War friherdie GlasumwandlungstemperaturTg der Kennwertfur ein Basismaterial schlechthin,
so sind heute Kennwerte wie Zersetzungstemperatur, thermische Bestandigkeitund z-Achsen-
Ausdehnungebenso wichtig. Die thermischen Eigenschaften eines Kunststoffes, wie Epoxid-
harz, sind eng damitverknupft, welches Hartersystembei der Herstellung verwendet wird.

Man unterscheidetzwischen aminischer und phenolischer Hartung. Bei phenolischer Hartung
mitNovolackist die Vernetzung hoch. Wird mit Dicyan gehartet, so ist die Vernetzung geringer,
was sich in einer niedrigeren Zersetzungstemperatur niederschlagt. Aufgrund der verschiedenen
Ausdehnungskoeffizienten von Kupfer und Epoxidharz wird das Basismaterial stark gestresst,

so dass die Baugruppe geschadigtund sogar funktions unttichtigwerden kann. Thermisches
Verhaltenvon Leiterplatten hangt stark von der Zersetzungstemperaturdes Harzes und seiner
Ausdehnungin derz-Achse ab.
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